
(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자   2012년05월08일

(11) 등록번호   10-1143043
(24) 등록일자   2012년04월27일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

      H01L 51/52 (2006.01)  H05B 33/04 (2006.01)
(21) 출원번호       10-2010-0020573

(22) 출원일자       2010년03월08일

     심사청구일자   2010년03월30일 

(65) 공개번호       10-2011-0037816

(43) 공개일자       2011년04월13일

(30) 우선권주장

JP-P-2009-231479  2009년10월05일  일본(JP)

(56) 선행기술조사문헌

KR100838079 B1*

KR1020080000772 A

JP2008218004 A

JP2005241857 A

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

도호꾸 파이오니어 가부시끼가이샤

일본 야마가따껭 덴도시 오오아자 구노모또 아자
닛꼬 1105

미쓰비시덴키 가부시키가이샤

일본국 도쿄도 지요다쿠 마루노우치 2쵸메 7반 3
고

(72) 발명자

하라, 제니치로

일본, 도쿄, 치요다-쿠, 7-3 마루노우치 2-쵸메,
미쓰비시덴키 가부시키가이샤

키리도시, 사토루

일본, 도쿄, 치요다-쿠, 7-3 마루노우치 2-쵸메,
미쓰비시덴키 가부시키가이샤

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

허용록

전체 청구항 수 : 총  9  항  심사관 :    김주승

(54) 발명의 명칭 유기 ＥＬ패널, 패널 접합형 발광장치, 유기 ＥＬ패널의 제조 방법

(57) 요 약

박형화 혹은 대화면화의 요구에 부응하는 중공 밀봉 구조의 유기 EL패널에 대해 밀봉 공간내에서 유기 EL소자에

건조제 등이 접촉하는 문제가 생기지 않도록 하는 것.

유기 EL패널(10)은 기판(2)과, 기판(2) 상에 형성되며 양극과 유기층과 음극이 적층된 유기 EL소자(1)를 복수 구

비하는 발광부(P)와, 발광부(P)를 중공 밀봉하기 위해 기판(2)에 접착제층(4)을 통하여 접합되는 밀봉 기판(3)을

구비하고, 밀봉 기판(3)은 기판(2)측으로 돌출된 지지 돌기(5)를 구비하며, 기판(2) 상의 발광부(P)가 형성된 영

역(발광 영역(Pa)) 내에 지지 돌기(5)의 선단부(5A)에 대면하고 유기 EL소자(1)가 형성되어 있지 않은 지지 간극

(F)이 형성되어 있다.

대 표 도 - 도2
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특허청구의 범위

청구항 1 

기판과, 상기 기판 상에 형성되며 양극과 유기층과 음극이 적층된 유기 EL소자를 복수 구비하는 발광부와, 상기

발광부를 중공 밀봉하기 위해 상기 기판에 접착제층을 통하여 접합되는 밀봉 기판을 구비하고,

상기 밀봉 기판은 상기 기판측으로 돌출된 지지 돌기를 구비하며,

　상기 기판 상의 상기 발광부가 형성된 영역 내에 상기 지지 돌기의 선단부에 대면하고 상기 유기 EL소자가 형

성되어 있지 않은 지지 간극이 형성되어 있고, 

상기 지지 돌기는 상기 기판에 수직인 적어도 하나의 단면폭이 상기 밀봉 기판측의 밑부분에서 굵고, 상기 기판

측의 선단부에서 가늘게 되어 있는 것을 특징으로 하는 유기 EL패널.

청구항 2 

청구항 1에 있어서,

상기 지지 돌기는 상기 밀봉 기판의 내면으로부터의 높이가 당해 내면에 배치되는 건조제의 두께보다 높게 형성

되어 있는 것을 특징으로 하는 유기 EL패널.

청구항 3 

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,

상기 지지 돌기는 상기 기판에 수직인 적어도 하나의 단면에서의 폭이 다단으로 되어 있는 것을 특징으로 하는

유기 EL패널.

청구항 4 

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,

상기 지지 돌기는 상기 지지 기판에 형성되는 오목부의 내면으로부터 돌출되어 형성되고, 상기 지지 돌기의 주

위의 상기 내면에 건조제가 배치되어 있는 것을 특징으로 하는 유기 EL패널.

청구항 5 

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,

상기 기판과 상기 밀봉 기판에 의해 형성되는 밀봉 공간을 대기압보다 낮은 압력으로 설정하고, 상기 지지 돌기

의 선단부를 상기 지지 간극에 직접 또는 다른 부재를 통하여 맞닿게 하는 것을 특징으로 하는 유기 EL패널.

청구항 6 

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,

상기 발광부는 복수의 상기 유기 EL소자를 집합시킨 집합 화소부를 복수 배치해 형성되고, 2개의 상기 집합 화

소부 사이에 상기 지지 간극을 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 EL패널.

청구항 7 

복수의 유기 EL패널을 평면적으로 깔아 접합해 대형의 패널을 형성하는 패널 접합형 발광장치로서,

상기 유기 EL패널은,

기판과, 상기 기판 상에 형성되며 양극과 유기층과 음극이 적층된 유기 EL소자를 복수 구비하는 발광부와, 상기

발광부를 중공 밀봉하기 위해 상기 기판에 접착제층을 통하여 접합되는 밀봉 기판을 구비하고,

상기 밀봉 기판은 상기 기판측으로 돌출된 지지 돌기를 구비하며,

상기 지지 돌기는 상기 기판에 수직인 적어도 하나의 단면폭이 상기 밀봉 기판측의 밑부분에서 굵고, 상기 기판
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측의 선단부에서 가늘게 되어 있으며, 

상기 기판 상의 상기 발광부가 형성된 영역 내에 상기 지지 돌기의 선단부에 대면하고 상기 유기 EL소자가 형성

되어 있지 않은 지지 간극이 형성되어 있고,

상기 발광부는 복수의 상기 유기 EL소자를 집합시킨 집합 화소부를 복수 배치해 형성되며, 2개의 상기 집합 화

소부 사이에 상기 지지 간극을 형성하며,

인접한 상기 유기 EL패널간에 있어서의 상기 발광부의 간격에 대응하여 상기 집합 화소부간의 간격을 설정하는

것을 특징으로 하는 패널 접합형 발광장치.

청구항 8 

기판 상에 적어도 하나의 유기 EL소자를 구비한 발광부를 형성하는 발광부 형성 공정과,

밀봉 기판에 상기 발광부를 수용하는 오목부를 형성하는 밀봉 기판 가공 공정과,

상기 기판과 상기 밀봉 기판을 접착제층을 통하여 접합해 상기 발광부를 중공 밀봉하는 밀봉 공정을 가지며,

상기 밀봉 기판 가공 공정에서는 상기 오목부를 형성하면서 상기 기판측으로 돌출하고, 상기 기판에 수직인 적

어도 하나의 단면폭이 상기 밀봉 기판측의 밑부분에서 굵고, 상기 기판측의 선단부에서 가늘게 된 지지 돌기를

형성하고, 

상기 발광부 형성 공정에서는 상기 기판 상의 상기 발광부가 형성되는 영역 내에 상기 지지 돌기의 선단부에 대

면하고 상기 유기 EL소자가 형성되어 있지 않은 지지 간극을 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 EL패널의 제조

방법.

청구항 9 

청구항 8에 있어서,

상기 밀봉 기판 가공 공정은,

상기 지지 돌기의 형성 범위에 레지스트 패턴을 형성해 상기 밀봉 기판의 내면을 에칭 처리하는 제1 에칭 처리

공정과,

　상기 지지 돌기의 선단부에 대응하는 위치에 레지스트 패턴을 형성해 상기 밀봉 기판의 내면을 에칭 처리하는

제2 에칭 처리 공정을 가지는 것을 특징으로 하는 유기 EL패널의 제조 방법.

청구항 10 

삭제

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 유기 EL패널, 패널 접합형 발광장치, 유기 EL패널의 제조 방법에 관한 것이다.[0001]

배 경 기 술

유기 EL패널은 유기 EL소자를 발광소자로서 구비한 자발광 패널이며, 예를 들면 휴대전화의 표시 화면, 차량 탑[0002]

재용 혹은 가정용 전자기기의 모니터 화면, 퍼스널 컴퓨터나 텔레비전 수상장치의 정보 표시 화면, 선전용 점등

패널 등에 이용되는 각종 표시장치로서, 스캐너나 프린터 등에 이용되는 각종 광원으로서, 일반 조명이나 액정

표시장치의 백 라이트 등에 이용되는 조명 장치로서, 또한 광전 변환 기능을 이용한 광통신용 디바이스로서 각

종 용도 및 기종에 이용 가능한 것이다.

유기 EL소자는 대기에 포함되는 수분 등에 닿으면 발광 특성이 열화되는 성질이 있으므로, 유기 EL패널을 장시[0003]

간 안정적으로 작동시키기 위해서는 유기 EL소자를 대기로부터 차단하기 위한 밀봉 구조가 필요 불가결하게 되

어 있다. 유기 EL패널의 밀봉 구조의 일례로는 유기 EL소자가 형성된 기판과 밀봉 기판을 접합해 유기 EL소자를

둘러싸는 밀봉 공간을 형성하고, 그 밀봉 공간내에 건조제를 배치하는 중공 밀봉 구조가 알려져 있다.
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도 1은 종래의 중공 밀봉 구조를 가지는 유기 EL패널의 구성예를 나타낸 개략도(동일 도면 (a)가 평면도, 동일[0004]

도면 (b)가 동일 도면 (a)의 A－A 단면도, 동일 도면 (c)가 동일 도면 (a)의 B－B 단면도)이다. 기판(J1) 상에

발광부를 형성하는 유기 EL소자가 형성되어 있고(도시 생략), 발광부를 덮는 밀봉 공간(JS)을 형성하도록 기판

(J1)에 밀봉 기판(J2)이 접착제층(J3)을 통하여 접합되어 있다. 밀봉 기판(J2)은 밀봉 공간(JS)을 형성하기 위

한 오목부(J4)를 가지고 있고, 그 오목부(J4)의 내면에는 밀봉 공간(JS) 내의 수분을 흡착하는 건조제(J5)가 배

치되어 있다. 또한 밀봉 기판(J2)의 오목부(J4)에는 두꺼운 리브(J6)가 형성되어 밀봉 기판(J2)의 보강을 도모

하고 있다(하기 특허 문헌 1 참조).

선행기술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) [특허문헌1]일본공개특허공보2007-335365호 [0005]

발명의 내용

해결하려는 과제

상기 서술한 중공 밀봉 구조를 가지는 유기 EL패널에서는, 유기 EL패널에 밀봉 기판을 가압하는 외력 혹은 기판[0006]

이  만곡되는  외력이  작용했을  경우에  밀봉  기판과  기판을  접합하고  있는  접착제가  벗겨져  버리는  문제가

생긴다. 보다 박형화가 요구되는 유기 EL패널에서는 밀봉 공간의 두께를 크게 할 수 없고, 보다 큰 발광 면적이

요구되는 유기 EL패널에서는 기판이나 밀봉 기판의 만곡이 커질 수 밖에 없는 점에서, 박형화나 대화면화의 요

구에 부응하려고 하면 접착제가 벗겨지는 것에 의한 밀봉 성능 저하의 문제나 건조제와 유기 EL소자의 접촉 문

제가 보다 표면화되게 된다.

이에 반해, 상기 서술한 종래 기술에서는 밀봉 기판에 보강 리브를 형성하여 밀봉 기판의 변형을 억제하려고 하[0007]

고 있는데, 유기 EL패널의 박형화나 대화면화의 요구에 부응하려고 했을 경우, 종래 기술과 같은 보강 리브를

형성하였더라도 밀봉 기판의 변형을 문제가 없는 범위로 억제하는 것은 곤란하고, 오히려 보강 리브의 선단이

유기 EL소자에 접근함으로써 보강 리브의 선단과 유기 EL소자가 접촉하여 유기 EL소자를 파괴하는 것이 염려된

다.

본 발명은 이러한 문제에 대처하는 것을 과제의 일례로 하는 것이다. 즉, 박형화 혹은 대화면화의 요구에 부응[0008]

하는 중공 밀봉 구조의 유기 EL패널에 대해, 외력에 의해 접착제가 벗겨지는 것에 의한 밀봉 성능 저하나 밀봉

공간내에서 유기 EL소자에 보강 리브의 선단 등이 접촉하는 것에 의한 문제가 생기지 않도록 하는 것, 특히 복

수의 유기 EL패널을 평면적으로 깔아 접합해 대형의 패널(타일링 패널)을 형성하는 경우에 양호한 표시 성능을

유지하면서 상기 서술한 밀봉 성능의 저하 등의 문제가 생기지 않도록 하는 것 등이 본 발명의 목적이다.

과제의 해결 수단

이러한 목적을 달성하기 위해서 본 발명은, 이하의 각 독립 청구항과 관련되는 구성을 적어도 구비하는 것이다.[0009]

［청구항 1］기판과, 그 기판 상에 형성되며 양극과 유기층과 음극이 적층된 유기 EL소자를 복수 구비하는 발광[0010]

부와, 그 발광부를 중공 밀봉하기 위해 상기 기판에 접착제층을 통하여 접합되는 밀봉 기판을 구비하고, 상기

밀봉 기판은 상기 기판측으로 돌출된 지지 돌기를 구비하며, 상기 기판 상의 상기 발광부가 형성된 영역 내에

상기 지지 돌기의 선단부에 대면하고 상기 유기 EL소자가 형성되어 있지 않은 지지 간극이 형성되어 있는 것을

특징으로 하는 유기 EL패널.

［청구항 8］복수의 유기 EL패널을 평면적으로 깔아 접합해 대형의 패널을 형성하는 패널 접합형 발광장치로서,[0011]

상기 유기 EL패널은, 기판과, 그 기판 상에 형성되며 양극과 유기층과 음극이 적층된 유기 EL소자를 복수 구비

하는 발광부와, 그 발광부를 중공 밀봉하기 위해 상기 기판에 접착제층을 통하여 접합되는 밀봉 기판을 구비하

고, 상기 밀봉 기판은 상기 기판측으로 돌출된 지지 돌기를 구비하며, 상기 기판 상의 상기 발광부가 형성된 영

역 내에 상기 지지 돌기의 선단부에 대면하고 상기 유기 EL소자가 형성되어 있지 않은 지지 간극이 형성되어 있

고, 상기 발광부는 복수의 상기 유기 EL소자를 집합시킨 집합 화소부를 복수 배치해 형성되며, 2개의 상기 집합

화소부 사이에 상기 지지 간극을 형성하며, 인접한 상기 유기 EL패널간에 있어서의 상기 발광부의 간격에 대응
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하여 상기 집합 화소부간의 간격을 설정하는 것을 특징으로 하는 패널 접합형 발광장치.

［청구항 9］기판 상에 적어도 하나의 유기 EL소자를 구비한 발광부를 형성하는 발광부 형성 공정과, 밀봉 기판[0012]

에 상기 발광부를 수용하는 오목부를 형성하는 밀봉 기판 가공 공정과, 상기 기판과 상기 밀봉 기판을 접착제층

을 통하여 접합해 상기 발광부를 중공 밀봉하는 밀봉 공정을 가지며, 상기 밀봉 기판 가공 공정에서는 상기 오

목부를 형성하면서 상기 기판측으로 돌출된 지지 돌기를 형성하고, 상기 발광부 형성 공정에서는 상기 기판 상

의 상기 발광부가 형성되는 영역 내에 상기 지지 돌기의 선단부에 대면하고 상기 유기 EL소자가 형성되어 있지

않은 지지 간극을 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 EL패널의 제조 방법.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 기술의 설명도이다.[0013]

도 2는 본 발명의 일실시 형태와 관련되는 유기 EL패널을 설명하는 설명도이다(동일 도면 (a)는 유기 EL패널의

종단면도, 동일 도면 (b)는 동일 도면 (a)의 X-X 단면도이다).

도 3은 본 발명의 실시 형태에 있어서의 유기 EL패널에 형성되는 지지 돌기의 형태예를 나타낸 설명도(단면도

및 평면도)이다.

도 4는 본 발명의 실시 형태에 있어서의 유기 EL패널에 형성되는 지지 돌기의 형태예를 나타낸 설명도(단면도

및 평면도)이다.

도 5는 본 발명의 실시 형태에 있어서의 유기 EL패널에 형성되는 지지 돌기의 형태예를 나타낸 설명도(단면도

및 평면도)이다.

도 6은 본 발명의 실시 형태에 있어서의 유기 EL패널에 형성되는 지지 돌기의 형태예를 나타낸 설명도(단면도

및 평면도)이다.

도 7은 본 발명의 실시 형태에 있어서의 유기 EL패널에 형성되는 지지 돌기의 형태예를 나타낸 설명도(단면도

및 평면도)이다.

도 8은 밀봉 기판에 있어서의 오목부의 내면에 배치되는 건조제의 배치 형태의 예를 나타낸 설명도이다.

도 9는 발광부 형성 공정에 의해 형성되는 유기 EL소자의 형성예를 나타낸 설명도이다. 동일 도면 (a)가 독립된

화소 전극을 구비하는 액티브 구동 소자의 예를 나타내고 있고, 동일 도면 (b)가 교차되는 스트라이프형의 전극

의 교차부에 소자가 형성되는 패시브 구동 소자의 예를 나타내고 있다.

도 10은 본 발명의 실시 형태에 있어서의 밀봉 기판 가공 공정의 일례를 나타낸 설명도이다.

도 11은 복수의 유기 EL패널(10)을 평면적으로 깔아 접합해 대형의 패널을 형성하는 패널 접합형 발광장치(20)

를 나타낸 설명도이다(동일 도면 (a)가 패널 접합형 발광장치(20)의 평면도, 동일 도면 (b)가 동일 도면 (a)에

있어서의 A부의 확대도).

도 12는 패널 접합형 발광장치에 있어서의 각 유기 EL패널의 배선 구조의 예를 나타낸 설명도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하, 도면을 참조하면서 본 발명의 실시 형태를 설명한다. 도 2는 본 발명의 일실시 형태와 관련되는 유기 EL[0014]

패널을 설명하는 설명도이다(동일 도면 (a)는 유기 EL패널의 종단면도, 동일 도면 (b)는 동일 도면 (a)의 X-X

단면도이다).  유기  EL패널(10)은  기판(2)과,  기판(2)  상에  형성된  유기  EL소자(1)을  복수  구비하는

발광부(P)와, 발광부(P)를 중공 밀봉하기 위해 기판(2)에 접착제층(4)를 통하여 접합되는 밀봉 기판(3)을 구비

하고, 밀봉 기판(3)은 기판(2)측으로 돌출된 지지 돌기(5)를 구비하며, 기판(2) 상의 발광부(P)가 형성된 영역

(발광 영역)(Pa) 내에 지지 돌기(5)의 선단부(5A)에 대면하고 유기 EL소자(1)가 형성되어 있지 않은 지지 간극

(F)이 형성되어 있다.

유기 EL소자(1)는 기판(2) 상에 양극과 발광층을 포함한 유기층과 음극이 적층된 적층 구조를 가지고 있고, 양[0015]

극과 음극 사이에 전압을 인가함으로써 음극으로부터 주입된 전자와 양극으로부터 주입된 정공이 발광층 등에서

재결합해 빛을 방사하는 것이다. 도시와 같이 투광성 재료로 형성되는 기판(2) 상에 형성되는 유기 EL소자(1)를

구비한 유기 EL패널(10)은 기판(2)을 통하여 외부로 빛을 방출할 수 있는 것이다(보텀 에미션형). 또한 본 발명

의 실시 형태와 관련되는 유기 EL패널(10)은 이것과는 반대로 후술하는 밀봉 기판(3)측으로부터 외부로 빛을 방
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출하는 것(탑 에미션형)이어도 되고, 기판(2)과 밀봉 기판(3)의 양면으로부터 외부로 빛을 방출하는 것(듀얼 에

미션형)이어도 된다.

기판(2) 상에 형성되는 유기 EL소자(1)는 이것이 복수 개 배열되어 발광부(P)를 형성하고 있다. 도 2(b)에 나타[0016]

낸 예에서는 유기 EL소자(1)가 하나의 화소(Pi)를 형성하고, 이 화소(Pi)가 도트 매트릭스 형상으로 배열되어

있다. 또한 발광부(P)는 복수의 유기 EL소자(1)(화소(Pi))를 집합시킨 집합 화소부(Ps)를 복수 배치하고 있다.

그리고, 2개의 집합 화소부(Ps) 사이에 지지 간극(F)이 형성되어 있다.

기판(2)은 유리나 플라스틱 등의 투명성을 가지는 기판이며, 밀봉 기판(3)이 붙여진 측과 반대측의 표면이 광출[0017]

사면으로 되어 있다. 밀봉 기판(3)은 기판(2)과 접합함으로써 발광부(P)를 수용하는 밀봉 공간(S)을 형성하고

있다. 도시한 예에서는 밀봉 공간(S)을 형성하기 위해 밀봉 기판(3)에 오목부(3A)를 형성하고 있지만, 이것에

한정되지 않고, 기판(2)과 밀봉 기판(3) 사이에 스페이서를 개재시킴으로써 양자 사이에 밀봉 공간(S)을 형성하

는 것도 가능하다. 도시한 바와 같이 오목부(3A)를 형성함으로써 그 오목부(3A)의 내면에 건조제(6)를 배치하는

공간을 형성할 수 있다.

이러한 중공 밀봉 구조의 유기 EL패널(10)은 기판(2)의 전체면을 발광 영역(Pa)으로 할 수 없는 것이 현상황이[0018]

며, 기판(2)과 밀봉 기판(3)을 접합하기 위한 접착제층(4)을 형성하는 영역 등에 의해 기판(2)의 전체면으로부

터 발광 영역(Pa)이 좁아져 있다. 유기 EL패널(10) 내에서 발광부(P)의 외측에 형성되는 프레임의 폭(프레임

폭)(w)을 가능한 한 좁게 하여, 하나의 유기 EL패널(10)에 있어서의 발광 영역(Pa)을 가능한 한 넓게 취하는 것

이 요구되고 있다.

그리고 유기 EL패널(10)은 밀봉 기판(3)에 있어서의 발광 영역(Pa) 내에 대응하는 개소에 지지 돌기(5)가 형성[0019]

되어 있다. 지지 돌기(5)의 선단부(5A)는 항상 기판(2)측에 맞닿아 있는 것, 밀봉 기판(3)이나 기판(2)의 변형

시에만 기판(2)측에 맞닿는 것 중 어느 것이어도 된다. 기판(2)측에는 지지 돌기(5)의 선단부(5A)가 맞닿기 위

한 지지 간극(F)이 형성되어 있고, 이 지지 간극(F)은 발광 영역(Pa) 내이더라도 유기 EL소자(1)가 형성되어 있

지 않은 영역으로 되어 있다. 지지 간극(F)은 기판(2)이 노출된 영역이어도 되고, 기판(2) 상에 유기 EL소자

(1)의 주변부(절연막 등)가 형성되어 있는 영역이어도 된다. 또한 지지 돌기(5)의 선단부(5A)는 필요에 따라서

기판(2)측에 접착제로 고정되어 있는 것이어도 된다.

이러한 지지 돌기(5)를 밀봉 기판(3)의 내면으로부터 기판(2)을 향해 적절한 높이로 돌출시키는 것에 의해 밀봉[0020]

기판(3)이나 기판(2)이 만곡 변형된 경우에도 지지 돌기(5)가 스토퍼의 기능을 하여 밀봉 기판(3)측의 건조제

등이 유기 EL소자(1)에 접촉하는 문제를 피할 수 있다. 이 때, 밀봉 기판(3)의 내면에 건조제(6)를 배치하는 경

우에는, 지지 돌기(5)는 밀봉 기판(3)의 내면으로부터의 높이가 건조제(6)의 두께보다 높게 형성되어 있는 것이

필요해진다. 밀봉 기판(3)에 오목부(3A)를 형성해 오목부(3A)의 내면에 건조제(6)를 배치하는 경우에는, 지지

돌기(5)는 오목부(3A)의 내면으로부터 돌출되어 형성되고 그 높이는 오목부(3A)의 내면으로부터 건조제(6)의 두

께보다 높게 형성되어 있는 것이 필요해진다.

도 3~도 7은 본 발명의 실시 형태에 있어서의 유기 EL패널에 형성되는 지지 돌기(5)의 형태예를 나타낸 설명도[0021]

(단면도 및 평면도)이다. 지지 돌기(5)의 형태는 기판(2)에 수직인 적어도 하나의 단면폭이 밀봉 기판(3)측의

밑부분에서 굵고, 기판(2)측의 선단부(5A)에서 가늘게 되어 있다. 이러한 형태로 함으로써 지지 돌기(5)의 선단

부(5A)가 기판(2)측에 맞닿아 지지 돌기(5)에 압축력이 작용했을 경우에도 지지 돌기(5)의 꺾임이나 찌그러짐을

피할 수 있다. 또한 선단부(5A)를 가늘게 함으로써 기판(2)측에 형성되는 지지 간극(F)의 폭을 필요 최소한으로

억제하여 발광 영역(Pa) 내의 비발광 부분을 최대한 적게할 수 있다.

도 3에 나타낸 형태예는 기판(2)에 수직인 단면에서의 폭이 2단 구조로 되어 있다. 동일 도면 (a)에 나타내는[0022]

형태예는 평면시 형상이 원형이고, 동일 도면 (b)에 나타내는 형태예는 평면시 형상이 정사각형이며, 동일 도면

(c)에 나타내는 형태예는 평면시 형상이 직사각형(장방형)이며, 동일 도면 (d)에 나타내는 형태예는 평면시 형

상이 모서리부를 둥글게 한 직사각형 또는 타원 형상으로 되어 있다.

도 4에 나타낸 형태예는 기판(2)에 수직인 단면에서의 폭이 다단(3단) 구조로 되어 있다. 동일 도면 (a)에 나타[0023]

내는 형태예는 평면시 형상이 원형이고, 동일 도면 (b)에 나타내는 형태예는 평면시 형상이 정사각형이며, 동일

도면 (c)에 나타내는 형태예는 평면시 형상이 직사각형(장방형)이며, 동일 도면 (d)에 나타내는 형태예는 평면

시 형상이 모서리부를 둥글게 한 직사각형 또는 타원 형상으로 되어 있다.

도 5에 나타낸 형태예는 기판(2)에 수직인 단면에서의 형상이 사다리꼴로 되어 있다. 동일 도면 (a)에 나타내는[0024]

형태예는 평면시 형상이 원형이고, 동일 도면 (b)에 나타내는 형태예는 평면시 형상이 정사각형이며, 동일 도면
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(c)에 나타내는 형태예는 평면시 형상이 직사각형(장방형)이며, 동일 도면 (d)에 나타내는 형태예는 평면시 형

상이 모서리부를 둥글게 한 직사각형 또는 타원 형상으로 되어 있다.

도 6에 나타낸 형태예는 기판(2)에 수직인 단면에서의 폭이 서서히 끝이 가늘게 되는 형상으로 되어 있다. 동일[0025]

도면 (a)에 나타내는 형태예는 평면시 형상이 원형이고, 동일 도면 (b)에 나타내는 형태예는 평면시 형상이 정

사각형이며, 동일 도면 (c)에 나타내는 형태예는 평면시 형상이 직사각형(장방형)이며, 동일 도면 (d)에 나타내

는 형태예는 평면시 형상이 모서리부를 둥글게 한 직사각형 또는 타원 형상으로 되어 있다.

도 7에 나타낸 형태예는, 기판(2)에 수직인 단면에서의 폭이 단차 구조로 되어 있다. 동일 도면 (a)에 나타내는[0026]

형태예는 평면시 형상이 십자 형상이고, 동일 도면 (b)에 나타내는 형태예는 T자 형상이며, 동일 도면 (c)에 나

타내는 형태예는 평면시 형상이 각진 형상으로 되어 있다.

도 8은 밀봉 기판(3)에 있어서의 오목부(3A)의 내면에 배치되는 건조제(6)의 배치 형태의 예를 나타낸 설명도이[0027]

다. 오목부(3A)의 내면에 형성되는 지지 돌기(5)의 주위에 배치되는 건조제(6)는 동일 도면 (a)에 나타내는 바

와 같이 지지 돌기(5)의 좌우로 나누어 배치해도 되고, 동일 도면 (b)에 나타내는 바와 같이 지지 돌기(5)의 주

위만 비우고 내면 전체에 배치해도 되며, 동일 도면 (c)에 나타내는 바와 같이 건조제(6)에 지지 돌기(5)의 폭

에 따른 절결부를 형성해 대략 내면 전체에 배치해도 되고, 동일 도면 (d)에 나타내는 바와 같이 지지 돌기(5)

의 좌우로 나누어 배치하는 건조제(6)를 지지 돌기(5)의 폭에 대응하는 부분을 메우도록 배치해도 된다. 밀봉

기판(3)에 있어서의 오목부(3A)의 내면에서는 가능한 한 건조제(6)의 빈 공간을 적게 하는 것에 의해 밀봉 공간

(S) 내에서의 밀봉 성능을 향상시킬 수 있다.

지지 돌기(5)는 지금까지 나타낸 바와 같이 스포트 형상으로 형성하는 것으로도 유효한 유기 EL소자(1)의 방호[0028]

기능을 가진다. 지지 돌기(5)를 한 개소에만 형성하는 경우에는 밀봉 기판(3)의 중앙 부분에 형성하는 것이 가

장 유효하다. 또한 지지 돌기(5)는 밀봉 기판(3)의 내면에 복수 형성해도 되며, 스포트 형상에 한정되지 않고

선 형상으로 형성해도 된다. 지지 돌기(5)를 복수 형성하는 경우나 선 형상으로 형성하는 경우에는 그 선단부

(5A)에 대응하는 기판(2)측에 지지 간극(F)을 형성하는 것이 필요해진다.

이하에 이러한 특징을 가지는 유기 EL패널의 제조법을 설명한다. 유기 EL패널(10)의 제조 방법으로는 기판(2)[0029]

상에 적어도 하나의 유기 EL소자(1)를 구비한 발광부(P)를 형성하는 발광부 형성 공정과, 밀봉 기판(3)에 발광

부(P)를 수용하는 오목부(3A)를 형성하는 밀봉 기판 가공 공정과, 기판(2)과 밀봉 기판(3)을 접착제층(4)을 통

하여 접합해 발광부(P)를 중공 밀봉하는 밀봉 공정을 가진다.

밀봉 기판 가공 공정에서는 오목부(3A)를 형성하면서 기판(2)측으로 돌출된 지지 돌기(5)를 형성하고, 발광부[0030]

형성 공정에서는 기판(2) 상의 발광부(P)가 형성되는 영역 내에 지지 돌기(5)의 선단부(5A)에 대면하며 유기 EL

소자(1)가 형성되어 있지 않은 지지 간극(F)을 형성한다.

도 9는 상기 서술한 발광부 형성 공정에 의해 형성되는 유기 EL소자(1)의 형성예를 나타낸 설명도이다. 동일 도[0031]

면 (a)가 독립적인 화소 전극을 구비하는 액티브 구동 소자의 예를 나타내고 있고, 동일 도면 (b)가 교차되는

스트라이프형의 전극의 교차부에 소자가 형성되는 패시브 구동 소자의 예를 나타내고 있다.

동일 도면 (a)의 예에서는 구동 소자(TFT 등)(30)가 형성된 기판(2) 상에 구동 소자(30)를 덮도록 평탄화막(3[0032]

1)을 형성하고, 그 평탄화막(31) 상에 화소 전극이 되는 하부 전극(32)을 형성한다. 하부 전극(32)은 평탄화막

(31) 상에 전극 재료를 성막한 후, 포토리소그래피 공정에서 패터닝해 형성할 수 있다. 하부 전극(32)을 형성하

기 전에는 하부 전극(32)과 구동 소자(30)를 접속하는 접속선(30A)를 형성하여 그 주변 부분에 절연막(33)을 형

성한다. 하부 전극(32) 상의 절연막(33)의 개구 패턴을 덮도록 발광층(34A)을 포함한 유기층(34)을 형성한다.

유기층(34)은 마스크 개구부를 절연막(33)의 개구부와 합친 마스크 증착에 의해 얻을 수 있다. 그 후 유기층

(34) 전체를 덮도록 상부 전극(34)이 형성된다.

동일 도면 (b)의 예에서는 기판(2) 상에 스트라이프형으로 하부 전극(40)을 형성하고, 그 위에 절연막(41)을 성[0033]

막해 하부 전극(40)과 교차되도록 스트라이프형의 패턴을 형성한다. 또한 필요에 따라서 절연막(41) 상에 스트

라이프형의 격벽(42)을 형성한다. 격벽(42)은 측벽에 아래쪽으로 경사진 역테이퍼 형상으로 하는 것이 보다 바

람직하다. 그리고, 절연막(41) 및 격벽(42)의 스트라이프형 개구부를 따라 발광층(43A)를 포함한 유기층(43)을

형성하고, 그 위에 스트라이프형의 상부 전극(44)을 형성한다. 격벽(42)은 상부 전극(44) 형성시의 마스크 패턴

이 된다. 유기층(43)과 상부 전극(44)을 성막할 때에 격벽(42)의 상면에는 유기 재료 퇴적층(43R)과 상부 전극

재료 퇴적층(44R)이 퇴적되게 된다.

하부 전극(32, 40)을 양극으로 하고, 상부 전극(35, 44)을 음극으로 했을 경우의 유기층(34, 43)의 형성예를 이[0034]
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하에 나타낸다. 하부 전극(32, 40)은 ITO 등의 투명 전극에 의해 형성할 수 있고, 하부 전극(32, 40) 상에 구리

프탈로시아닌(CuPc) 등의 정공 주입층을 형성하고, 그 위에 예를 들어 NPB(N,N-di(naphthalene)-N,N-diphenyl-

benzidine)를 정공 수송층으로서 성막한다. 이 정공 수송층은 하부 전극(32, 40)으로부터 주입되는 정공을 발광

층(34A, 43A)으로 수송하는 기능을 가진다. 이 정공 수송층은 1층만 적층한 것이어도 되고 2층 이상 적층한 것

이어도 된다. 또한 정공 수송층은 단일의 재료에 의한 성막이 아니라 복수의 재료에 의해 하나의 층을 형성해도

되고, 전하 수송 능력이 높은 호스트 재료에 전하 공여(수용)성이 높은 게스트 재료를 도핑해도 된다.

다음으로, 정공 수송층 위에 발광층(34A, 43A)을 성막한다. 일례로는, 저항 가열 증착법에 의해 빨강(R), 초록[0035]

(G),  파랑(B)의  발광층(34A,  43A)을  착색용  마스크를  이용해  각각의  성막  영역에  성막한다.  빨강(R)으로서

DCM1(4-(디시아노메틸렌)-2-메틸-6-(4'-디메틸아미노스티릴)-4H-피란) 등의 스티릴 색소 등의 적색을 발광하는

유기 재료를 이용한다. 초록(G)으로서 알루미퀴놀리놀 착체(Alq3) 등의 녹색을 발광하는 유기 재료를 이용한다.

파랑(B)으로서 디스티릴 유도체, 트리아졸 유도체 등의 청색을 발광하는 유기 재료를 이용한다. 물론, 다른 재

료로도 호스트-게스트계의 층 구성이어도 되고, 발광 형태도 형광 발광재료를 이용해도 되고 인광 발광재료를

이용한 것이어도 된다.

발광층(34A, 43A) 위에 성막되는 전자 수송층은 저항 가열 증착법 등의 각종 성막 방법에 의해 예를 들면 알루[0036]

미퀴놀리놀 착체(Alq3) 등의 각종 재료를 이용해 성막한다. 전자 수송층은 상부 전극(35, 44)으로부터 주입되는

전자를 발광층(34A, 43A)으로 수송하는 기능을 가진다. 이 전자 수송층은 1층만 적층한 것이어도 되고 2층 이상

적층한 다층 구조를 가져도 된다. 또한 전자 수송층은 단일의 재료에 의한 성막이 아니라 복수의 재료에 의해

하나의 층을 형성해도 되고, 전하 수송 능력이 높은 호스트 재료에 전하 공여(수용)성이 높은 게스트 재료를 도

핑해 형성해도 된다.

절연막(33, 41)이나 격벽(42)은 폴리이미드나 레지스트 재료로 구성된다. 상부 전극(35, 44)은 음극으로 기능하[0037]

는 경우에는, 전자 주입 기능을 가지도록 양극보다 일 함수가 낮은 재료를 이용한다. 예를 들면, 양극으로서

ITO를 이용했을 경우에는 알루미늄(Al)이나 마그네슘 합금(Mg-Ag)을 이용하는 것이 바람직하다. 단, Al은 전자

주입 능력이 낮기 때문에 Al과 전자 수송층 사이에 LiF와 같은 전자 주입층을 형성하는 것이 바람직하다.

이러한 발광부 형성 공정에 있어서, 상기 서술한 지지 간극(F)을 형성하려면, 도 9(a)에 나타낸 액티브 구동 방[0038]

식으로는 도트 매트릭스 형상으로 배열되는 하부 전극(32)의 배열 간격을 몇 열 걸러 넓게 취하고, 도 9(b)에

나타낸 패시브 구동 방식으로는 스트라이프형으로 형성되는 하부 전극(40)의 간격을 몇 열 걸러 넓게 취한다.

도 10은 밀봉 기판 가공 공정의 일례를 나타낸 설명도이다. 여기에서는 에칭 처리에 의해 밀봉 기판(3)에 오목[0039]

부(3A)와 지지 돌기(5)를 형성하는 예를 나타내고 있다. 여기서의 에칭 처리는 지지 돌기(5)의 형성 범위에 레

지스트 패턴을 형성해 밀봉 기판(3)의 내면을 에칭 처리하는 제1 에칭 처리 공정과, 지지 돌기(5)의 선단부(5

A)에 대응하는 위치에 레지스트 패턴을 형성해 밀봉 기판(3)의 내면을 에칭 처리하는 제2 에칭 처리 공정을 가

진다.

동일 도면 (a), (b)는 제1 에칭 처리 공정을 나타내고 있고, 밀봉 기판(3)의 내면상에 형성되는 레지스트(50)의[0040]

패턴은, 외주 부분의 레지스트(50A)가 최종적으로 형성되는 오목부(3A)보다 좁은 범위가 개구되도록 패턴 형성

되어 있으며, 또한 지지 돌기(5)가 형성되는 개소의 레지스트(50B)는 지지 돌기(5)의 선단부(5A)의 형성 범위를

포함해 그보다 큰 범위를 마스킹하도록 패턴이 형성되어 있다. 그리고, 동일 도면 (b)에 나타내는 바와 같이 이

러한 레지스트(50)된 밀봉 기판(3)의 내면에 대해 최종적인 오목부(3A)의 깊이의 중간 정도 이상의 깊이의 임시

오목부(3A0)가 되도록 에칭 처리된다.

동일 도면 (c), (d)는 제2 에칭 처리 공정을 나타내고 있고, 여기서의 레지스트(51)의 패턴은 제1 에칭 처리 공[0041]

정의 레지스트(50)보다 좁은 범위를 마스킹하도록 패턴 형성되어 있다. 지지 돌기(5)가 형성되는 개소에 형성되

는 레지스트(51B)는 지지 돌기(5)의 선단부(5A)의 형성 범위를 마스킹하도록 패턴이 형성되고, 밀봉 기판(3)의

외주부에 형성되는 레지스트(51A)는 최종적으로 형성되는 오목부(3A)의 외측을 마스킹하도록 패턴이 형성된다.

이러한 2단 에칭 처리를 함으로써 제1 에칭 처리 공정에서는 파 들어가는 위치의 정밀도를 어느 정도 희생하여[0042]

깊은 홈을 형성하고, 제2 에칭 처리 공정에서는 얕게 파는 것에 의해 지지 돌기(5)에 있어서의 선단부(5A)의 위

치나 오목부(3A)의 외주 위치에 있어서의 형성 위치의 정밀도를 향상시키고 있다.

단순히 1단의 에칭 처리로 오목부(3A)와 지지 돌기(5)를 형성하려고 하면, 파 들어가는 깊이를 추구하면 지지[0043]

돌기(5)의 선단부(5A)의 위치 정밀도가 좋아지지 않고 또한 오목부(3A)의 외주부에 있어서 홈의 테이퍼가 완만
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해짐으로써 건조제(6)를 배치하기 위한 평탄면이 작아진다. 반대로, 1단의 에칭 처리로 지지 돌기(5)의 선단부

(5A)의 위치 정밀도를 향상시키려고 하면, 한 번에 깊게 파지 못하여 원하는 용적의 밀봉 공간을 확보할 수 없

게 된다.

상기 서술한 제1 에칭 처리 공정과 제2 에칭 처리 공정의 2단 에칭에서는 깊이를 추구하는 깊은 에칭과 위치 정[0044]

밀도를 추구하는 얕은 에칭의 조합에 의해 지지 돌기(5)의 선단부(5A)의 위치를 정밀도 좋게 형성할 수 있고,

또한 지지 돌기(5)의 밑부분을 굵게 해 강도를 높일 수 있으며, 또한 오목부(3A)의 외주부의 테이퍼를 가파르게

하여 유기 EL패널(10)의 좁은 프레임화를 달성할 수 있다.

지지 돌기(5)의 형성은 이러한 에칭 처리(웨트 에칭 처리)에 한정되는 것은 아니고, 드라이 에칭 처리나 샌드[0045]

블래스트 처리 등의 절삭 가공 처리에 의해 마찬가지로 형성할 수 있다. 또한 CVD 등의 퇴적화 처리에 의해 밀

봉 기판(3)의 평면에 볼록부를 형성함으로써 지지 돌기(5)를 형성할 수도 있다.

도 11은 복수의 유기 EL패널(10)을 평면적으로 깔아 접합해 대형의 패널을 형성하는 패널 접합형 발광장치(20)[0046]

를 나타낸 설명도이다(동일 도면 (a)가 패널 접합형 발광장치(20)의 평면도, 동일 도면 (b)가 동일 도면 (a)에

있어서의 A부의 확대도). 개개의 유기 EL패널(10)의 구성은 상기 서술했던 바와 같고, 인접하는 유기 EL패널

(10)의 상하 좌우 단면을 서로 대면시켜 유기 EL패널(10)을 접합하고 있다.

패널 접합형 발광장치(20)은 동일 도면 (a)에 나타내는 바와 같이 평면적으로 복수의 유기 EL패널(10)을 깔고[0047]

있고, 각 유기 EL패널(10)에서 표시하는 표시 화면을 결합해 1개 또는 복수의 표시 화면을 형성하고 있다. 각

유기 EL패널(10)의 표시 화면(발광부(P))은 동일 도면 (b)에 나타내는 바와 같이 복수의 화소(Pi)의 집합에 의

해 형성되어 있고, 예를 들면, R, G, B의 상이한 발광색을 출사하는 유기 EL소자(1)를 분산 배치함으로써 칼라

를 표시할 수 있도록 하고 있다. 또한 하나의 유기 EL패널(10)에 있어서의 표시 화면(발광부(P))은 복수의 집합

화소부(Ps)로 되어 있고, 인접하는 집합 화소부(Ps)간에는 상기 서술한 지지 간극(F)이 형성되어 있다. 이 지지

간극(F)은 하나의 유기 EL패널(10)에 있어서의 프레임폭(w)의 약 2배 정도로 형성되어 있다. 인접하는 유기 EL

패널(10)의 이음매에는 인접한 유기 EL패널간에 있어서의 발광부(P)의 간격에 대응하여 프레임폭(w)의 2배의 비

표시부분이 형성되어 버리지만, 집합 화소부(Ps)간에 약 2w의 간격을 형성함으로써 유기 EL패널(10)끼리의 이음

매를 눈에 띄지 않게 할 수 있다.

도 12는 패널 접합형 발광장치(20)에 있어서의 각 유기 EL패널(10)의 배선 구조의 예를 나타낸 설명도이다. 동[0048]

일 도면 (a), (b)에 나타낸 예는 모두 밀봉 기판(3)의 상면(3a)에 구동IC(11)를 형성하고, 밀봉 기판(3)의 상면

(3a) 및 측면(3b) 상에 인출 배선(12)을 형성하고 있다. 인출 배선(12)이 형성되는 측면(3b)은 테이퍼 형상으로

형성되어 있다. 그리고, 유기 EL소자가 형성되어 있는 기판(2)의 표면에 형성되어 있는 인출 배선(유기 EL소자

의 양극 또는 음극으로부터 인출되어 있는 인출 배선)(13)과 밀봉 기판(3) 상에 형성되어 있는 인출 배선(12)을

기판(2)과 밀봉 기판(3)을 접합할 때에 결합시킨다. 구동IC(11)를 밀봉 기판(3) 상의 인출 배선(12)에 접속함으

로써 구동IC(11)는 인출 배선(12, 13)을 경유해 유기 EL소자에 접속된다. 동일 도면 (a)에 나타낸 예는 1개의

기판(2) 상에 2개의 밀봉 기판(3, 3)을 붙여 밀봉 기판(3, 3) 사이의 노출부(8)에 밀봉 기판(3, 3)으로 밀봉되

는 유기 EL소자로부터의 인출 배선(13)을 형성하고 있다. 동일 도면 (b)에 나타낸 예는 1개의 기판(2) 상에 1개

의 밀봉 기판(3)을 붙여 기판(2)의 단부(2E)에 밀봉 기판(3)으로 밀봉되는 유기 EL소자로부터의 인출 배선(13)

을 형성하고 있다.

이러한 패널 접합형 발광장치(20)에 의하면 인접한 유기 EL패널(10)간에 있어서의 발광부(P)의 간격(2w)에 대응[0049]

하여 집합 화소부(Ps)간의 간격을 설정함으로써 유기 EL패널(10)의 이음매를 눈에 띄지 않게 할 수 있고, 또한

이 집합 화소부(Ps)간의 간격을 이용해 상기 서술한 지지 간극(F)을 형성함으로써 패널 접합형 발광장치(20)에

있어서의 전체의 표시 품질을 향상시킬 수 있음과 동시에, 지지 간극(F)에 맞닿는 지지 돌기(5)를 효과적으로

밀봉 기판(3)에 형성할 수 있다. 이것에 의해 패널 접합형 발광장치(20)에 있어서 양호한 표시 성능을 유지하면

서 유기 EL소자(1)에 건조제 등이 접촉되는 문제를 배제할 수 있어, 박형화 혹은 대면적화를 추구했을 경우에도

높은 내구성을 얻을 수 있다.

이상, 본 발명의 실시의 형태에 대해 도면을 참조해 상세히 서술해 왔는데, 구체적인 구성은 이들 실시의 형태[0050]

에 한정되는 것은 아니고, 본 발명의 요지를 일탈하지 않는 범위의 설계의 변경 등이 있어도 본 발명에 포함된

다. 또한 상기 서술한 각 실시의 형태는 그 목적 및 구성 등에 특별히 모순이나 문제가 없는 한 서로의 기술을

이용해 조합하는 것이 가능하다.

부호의 설명
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1：유기 EL소자, 2：기판, 3：밀봉 기판, 3A：오목부,[0051]

4：접착제층, 5：지지 돌기, 5A：선단부, 6：건조제,

F：지지 간극, P：발광부, Ps：집합 화소부, Pi：화소,

50(50A, 50B), 51(51A, 51B)：레지스트
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摘要(译)

对于具有中空密封结构的有机EL面板，以满足平面或大型显示器的需求，避免了在密封空间中接触干燥剂等接触有机EL元件的不
便。有机EL面板包括面板基板，具有多个具有阳极的有机EL元件的发光部件，层压在面板基板上的有机层和阴极，以及被配置为
通过面板基板接合到面板基板上的密封基板。用于密封发光部分的粘合剂层。密封基板包括朝向面板基板突出的支撑突起。提供面
向支撑突起的底面的支撑边缘，其中有机EL元件没有形成在面板基板上的发光部分的区域内。
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